
JP 2011-14940 A 2011.1.20

10

(57)【要約】
【課題】内部電極層の積層方向を判別可能なセラミック
電子部品を提供する。
【解決手段】セラミック電子部品１のチップ素体２は、
互いに対向する２つの端面２ａ，２ｂと、両端面２ａ，
２ｂに垂直で互いに対向する第１の側面１ｃ及び第２の
側面１ｄと、両端面２ａ，２ｂ及び第１並びに第２の側
面２ｃ，２ｄに垂直で互いに対向する第３の側面２ｅ及
び第４の側面２ｆとを有すると共に、第１のセラミック
で形成され、内部に内部電極層７が設けられている。識
別層５，６は、チップ素体２の第１の側面２ｃと第２の
側面２ｄとにそれぞれ設けられ、第１のセラミックとは
異なる第２のセラミックにより形成され、チップ素体２
の第１～第４の側面２ｃ～２ｆとは色が異なる。第１の
セラミックと第２のセラミックとは、それぞれBaTiO3を
主成分とすると共に、BaTiO3におけるＢサイト原子に対
するＡサイト原子のモル比率が異なる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する２つの面と、前記２つの面に垂直で互いに対向する第１の側面並びに第
２の側面と、前記２つの面及び前記第１並びに前記第２の側面に垂直で互いに対向する第
３の側面並びに第４の側面とを有すると共に、第１のセラミックで形成され、内部に導体
が配置されたチップ素体と、
　前記チップ素体の前記２つの面にそれぞれ形成された外部電極と、
　前記チップ素体の前記第１の側面と前記第２の側面との少なくとも一方の側面に設けら
れ、前記第１のセラミックとは異なる第２のセラミックにより形成され、前記第１のセラ
ミックで形成された前記第３及び第４の側面とは色が異なる識別層と、
　を備え、
　前記識別層は、前記少なくとも一方の側面の全面を覆うように設けられ、
　前記第１のセラミックと前記第２のセラミックとは、それぞれＢａＴｉＯ３を主成分と
すると共に、ＢａＴｉＯ３におけるＢサイト原子に対するＡサイト原子のモル比率が異な
ることを特徴とするセラミック電子部品。
【請求項２】
　前記第２のセラミックは、前記第１のセラミックよりも、ＢａＴｉＯ３におけるＢサイ
ト原子に対するＡサイト原子のモル比率が大きいことを特徴とする請求項１に記載のセラ
ミック電子部品。
【請求項３】
　前記第２のセラミックは、前記第１のセラミックよりも、ＢａＴｉＯ３におけるＢサイ
ト原子に対するＡサイト原子のモル比率が小さいことを特徴とする請求項１に記載のセラ
ミック電子部品。
【請求項４】
　複数の第１のセラミックグリーン層が積層され、内部に電極パターンが設けられた積層
体を形成する積層体形成工程と、
　前記積層体において積層方向に互いに対向する面の少なくともいずれか一方に、前記第
１のセラミックグリーン層とは異なると共に、焼成後の色が前記第１のセラミックグリー
ン層の焼成後の色と異なる材料を用いて第２のセラミックグリーン層を形成する識別層形
成工程と、
　前記第２のセラミックグリーン層が形成された前記積層体を切断して、互いに対向する
２つの面と、前記２つの面に垂直で互いに対向する第１の側面並びに第２の側面と、前記
２つの面及び前記第１並びに前記第２の側面に垂直で互いに対向すると共に前記第１のセ
ラミックグリーン層で構成された第３の側面及び第４の側面とを有し、前記第１の側面と
前記第２の側面との少なくとも一方の側面に前記識別層形成工程において形成された前記
第２のセラミックグリーン層が設けられた積層体チップを形成するチップ形成工程と、
　前記積層体チップを焼成して、第１のセラミックで形成されたチップ素体であって、前
記少なくとも一方の側面に第２のセラミックで形成された識別層が設けられたチップ素体
を形成する焼成工程と、
　前記チップ素体の前記２つの面に外部電極を形成する外部電極形成工程と、
　を備え、
　前記第１のセラミックグリーン層と前記第２のセラミックグリーン層とは、それぞれＢ
ａＴｉＯ３を主成分とすると共に、ＢａＴｉＯ３におけるＢサイト原子に対するＡサイト
原子のモル比率が異なることを特徴とするセラミック電子部品の製造方法。
【請求項５】
　前記第２のセラミックグリーン層は、前記第１のセラミックグリーン層よりも、ＢａＴ
ｉＯ３におけるＢサイト原子に対するＡサイト原子のモル比率が大きいことを特徴とする
請求項４に記載のセラミック電子部品の製造方法。
【請求項６】
　前記第２のセラミックグリーン層は、前記第１のセラミックグリーン層よりも、ＢａＴ
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ｉＯ３におけるＢサイト原子に対するＡサイト原子のモル比率が小さいことを特徴とする
請求項４に記載のセラミック電子部品の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のセラミック電子部品を複数準備する準備工程と、
　前記第３又は前記第４の側面と前記識別層との色の違いに基づいて、前記セラミック電
子部品における前記内部電極層の積層方向を判別する判別工程と、
　前記判別工程において判別した前記積層方向が同じ向きを向くように、複数の前記セラ
ミック電子部品を配置して梱包する梱包工程と、
　を備えることを特徴とするセラミック電子部品の梱包方法。
【請求項８】
　前記判別工程において、前記第３の側面と前記識別層との色の違いは、明度の差を測定
することにより判別することを特徴とする請求項７に記載のセラミック電子部品の梱包方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セラミック電子部品、その製造方法及び梱包方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直方体状に形成されたチップ素体と、チップ素体の内部に対向するように配置された複
数の導体層と、チップ素体の端面にそれぞれ形成された外部電極と、を備えるセラミック
電子部品がある。このセラミック電子部品は、製造されると、梱包材に形成された複数の
凹部にそれぞれ収容される（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６１－２１７３１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　梱包されたセラミック電子部品を実装する際には、梱包材の凹部から露出したセラミッ
ク電子部品の上側の側面を吸着搬送装置により吸着して、セラミック電子部品を梱包材か
ら取り出し、実装基板上に載置する。そして、吸着した側面が上になった状態で実装基板
にセラミック電子部品が実装される。この場合、導体層の対向方向が、実装基板に対して
平行な場合と垂直な場合とでは、導体層と外部の導体部品との間の電気容量や、導体層に
よる磁界等が異なる。
【０００５】
　よって、実装基板に対するセラミック電子部品の導体層の対向方向によってその電気的
特性が異なり、電気的特性がばらつくので問題がある。また、チップ素体の内部に複数の
導体層が対向して配置されている場合に限らず、チップ素体の内部に導体が形成されたセ
ラミック電子部品は、その導体の配置方向によって電気的特性がばらつくので問題がある
。そこで、導体の配置方向が揃うように基板に実装するために、導体の配置方向を揃えて
梱包することが求められている。
【０００６】
　しかしながら、完成したセラミック電子部品において、チップ素体の内部に配置された
導体は、セラミック及び外部電極に覆われているので、その方向を視認することができな
い。特に、外部電極が形成された端面が正方形の場合は、チップ素体のどの側面も同形状
であるので、導体の配置方向を形状により判別することができない。
【０００７】
　そこで本発明は、チップ素体の内部に配置された導体の配置方向を判別可能なセラミッ
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ク電子部品、その製造方法、及び導体の配置方向を揃えて梱包することが可能なセラミッ
ク電子部品の梱包方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のセラミック電子部品は、互いに対向する２つの面と、２つの面に垂直で互いに
対向する第１の側面並びに第２の側面と、２つの面及び第１並びに第２の側面に垂直で互
いに対向する第３の側面並びに第４の側面とを有すると共に、第１のセラミックで形成さ
れ、内部に導体が配置されたチップ素体と、チップ素体の２つの面にそれぞれ形成された
外部電極と、チップ素体の第１の側面と第２の側面との少なくとも一方の側面に設けられ
、第１のセラミックとは異なる第２のセラミックにより形成され、第１のセラミックで形
成された第３及び第４の側面とは色が異なる識別層と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明のセラミック電子部品では、チップ素体は第１のセラミックで形成され、第１の
側面と第２の側面との少なくとも一方の側面には第１のセラミックとは異なる第２のセラ
ミックにより形成された識別層が設けられている。この第２のセラミックで形成された識
別層は、第１のセラミックで形成されたチップ素体の第３及び第４の側面とは色が異なる
。従って、導体の配置方向と平行な側面と垂直な側面とのいずれか一方の側面に識別層が
設けられているか分かれば、識別層により導体の配置方向を容易に判別することができる
。
【００１０】
　本発明のセラミック電子部品は、好ましくは、識別層は、少なくとも一方の側面の全面
を覆うように形成されている。この場合、識別層の色をより確認しやすくなる。
【００１１】
　本発明のセラミック電子部品は、好ましくは、第１のセラミックと第２のセラミックと
は、焼成の度合いが異なることにより、色が異なる。この場合、第１のセラミックとは色
の異なる第２のセラミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００１２】
　本発明のセラミック電子部品は、好ましくは、第１のセラミックと第２のセラミックと
は、それぞれ含まれる粒子の粒径が異なる。この場合、第１のセラミックとは色の異なる
第２のセラミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００１３】
　本発明のセラミック電子部品は、好ましくは、第１のセラミックと第２のセラミックと
は、それぞれ含まれる添加物が異なる。この場合、第１のセラミックとは色の異なる第２
のセラミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００１４】
　本発明のセラミック電子部品は、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ
含まれる材料の組成比が異なる。この場合、第１のセラミックとは色の異なる第２のセラ
ミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００１５】
　本発明に係るセラミック電子部品の製造方法は、複数の第１のセラミックグリーン層が
積層され、内部に電極パターンが設けられた積層体を形成する積層体形成工程と、積層体
において積層方向に互いに対向する面の少なくともいずれか一方に、第１のセラミックグ
リーン層とは異なると共に、焼成後の色が第１のセラミックグリーン層の焼成後の色と異
なる材料を用いて第２のセラミックグリーン層を形成する識別層形成工程と、第２のセラ
ミックグリーン層が形成された積層体を切断して、互いに対向する２つの面と、２つの面
に垂直で互いに対向する第１の側面並びに第２の側面と、２つの面及び第１並びに第２の
側面に垂直で互いに対向すると共に第１のセラミックグリーン層で構成された第３の側面
及び第４の側面とを有し、第１の側面と第２の側面との少なくとも一方の側面に識別層形
成工程において形成された第２のセラミックグリーン層が設けられた積層体チップを形成
するチップ形成工程と、積層体チップを焼成して、第１のセラミックで形成されたチップ
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素体であって、少なくとも一方の側面に第２のセラミックで形成された識別層が設けられ
たチップ素体を形成する焼成工程と、チップ素体の２つの面に外部電極を形成する外部電
極形成工程と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明のセラミック電子部品の製造方法では、識別層形成工程において、チップ素体の
母体となる積層体の互いに対向する面の少なくともいずれか一方に識別層となる第２のセ
ラミックグリーン層を形成し、その後、切断してチップ状にし、焼成する。これにより、
容易に、第１の側面と第２の側面との少なくとも一方の側面に第２のセラミックにより形
成された識別層が設けられたチップ素体を形成することができる。この第２のセラミック
で形成された識別層は、第１のセラミックで形成されたチップ素体の第３及び第４の側面
とは色が異なる。また、チップ素体の内部に設けられた導体の配置方向と垂直な側面と平
行な側面とのいずれか一方の側面に設けられている。従って、識別層により導体の配置方
向を簡易に判別することができる。
【００１７】
　本発明のセラミック電子部品は、第１のセラミックグリーン層と第２のセラミックグリ
ーン層とは、それぞれ含まれる粒子の粒径が異なる。この場合、第１のセラミックとは色
の異なる第２のセラミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００１８】
　本発明のセラミック電子部品は、第１のセラミックグリーン層と第２のセラミックグリ
ーン層とは、それぞれ含まれる添加物が異なる。この場合、第１のセラミックとは色の異
なる第２のセラミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００１９】
　本発明のセラミック電子部品は、第１のセラミックグリーン層と第２のセラミックグリ
ーン層とは、それぞれ含まれる材料の組成比が異なる。この場合、第１のセラミックとは
色の異なる第２のセラミックの識別層をチップ素体の側面に容易に設けることができる。
【００２０】
　本発明に係るセラミック電子部品の梱包方法は、上記のセラミック電子部品を複数準備
する準備工程と、第３又は第４の側面と識別層との色の違いに基づいて、セラミック電子
部品における内部電極層の積層方向を判別する判別工程と、判別工程において判別した積
層方向が同じ向きを向くように、複数のセラミック電子部品を配置して梱包する梱包工程
と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明のセラミック電子部品の梱包方法では、導体の配置方向と平行な側面と垂直な側
面とのいずれか一方の側面に識別層が設けられているか分かれば、判別工程において、識
別層により導体の配置方向を判別することができる。続いて、梱包工程において、導体の
配置方向が同じ向きを向くように、複数のセラミック電子部品を配置して梱包することが
できる。
【００２２】
　本発明に係るセラミック電子部品の梱包方法では、好ましくは、判別工程において、第
３の側面と識別層との色の違いは、明度の差を測定することにより判別する。この場合、
精度よく色の違いを判別することができるので、精度よく内部電極層の積層方向を判別す
ることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、導体の配置方向を判別可能なセラミック電子部品、その製造方法、及
び導体の配置方向を揃えて梱包することが可能なセラミック電子部品の梱包方法を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本実施形態に係るセラミック電子部品の斜視図である。



(6) JP 2011-14940 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

【図２】本実施形態に係るセラミック電子部品の断面図である。
【図３】本実施形態に係るセラミック電子部品の製造方法及び梱包方法の手順を示すフロ
ー図である。
【図４】本実施形態に係るセラミック電子部品の製造方法において形成される積層体の断
面図である。
【図５】本実施形態に係るセラミック電子部品の製造方法において形成される積層体チッ
プの斜視図である。
【図６】本実施形態に係るセラミック電子部品の梱包状態を示す断面図である。
【図７】本実施形態に係るセラミック電子部品の実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。な
お、図面の説明において同一の要素に同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００２６】
　図１は、本実施形態に係るセラミック電子部品の斜視図である。本実施形態に係るセラ
ミック電子部品Ｃ１は、積層型のチップコンデンサである。セラミック電子部品Ｃ１は、
略直方体形状で、高さ２．５ｍｍ程度、幅２．５ｍｍ程度、奥行３．２ｍｍ程度の大きさ
であり、高さ方向の寸法と幅方向の寸法が実質的に同一であり、外部電極が形成される端
面が正方形状である。
【００２７】
　セラミック電子部品Ｃ１は、略直方体形状のチップ素体２と、チップ素体２の両端面２
ａ，２ｂにそれぞれ形成された第１及び第２の外部電極３，４と、チップ素体２の互いに
対向する第１の側面２ｃ及び第２の側面２ｄにそれぞれ設けられた識別層５，６とを備え
る。
【００２８】
　チップ素体２において、両端面２ａ，２ｂは互いに対向し、第１の側面２ｃ及び第２の
側面２ｄは互いに対向すると共に両端面２ａ，２ｂと垂直である。そして、チップ素体２
は、両端面２ａ，２ｂ及び第１並びに第２の側面２ｃ，２ｄに垂直で互いに対向する第３
の側面２ｅ及び第４の側面２ｆを備える。識別層５，６は、チップ素体１の第１の側面２
ｃと第２の側面２ｄとの全面をそれぞれ覆っている。
【００２９】
　第１の外部電極３は、チップ素体２の端面２ａに形成され、端面２ａの全面を覆い、識
別層５，６及び第３並びに第４の側面２ｅ，２ｆの一部まで覆っている。第２の外部電極
４は、チップ素体２の端面２ｂに形成され、端面２ｂの全面を覆い、識別層５，６及び第
３並びに第４の側面２ｅ，２ｆの一部まで覆っている。
【００３０】
　図２を参照して、チップ素体２及び識別層５，６について説明する。図２は、本実施形
態に係るセラミック電子部品の断面図である。図２に示す断面図は、セラミック電子部品
Ｃ１の両端面２ａ，２ｂと平行な断面である。この断面は、本実施形態では、正方形状で
ある。
【００３１】
　チップ素体２は、セラミック（第１のセラミック）で形成され、内部に複数の内部電極
層７が形成されている。チップ素体２を形成する第１のセラミックは、例えば、BaTiO3を
主成分とし、MgO、Y2O3、MnO、V2O5、及びBaSiO3又はCaSiO3等の添加物を加えて構成され
る。
【００３２】
　複数の内部電極層７は、間に第１のセラミックで形成された第１のセラミック層を挟ん
で、複数積層されている。複数の内部電極層７は、端面２ａ側にずれて端面２ａに内部電
極層７の端面が露出するように配置された内部電極層７と、端面２ｂ側にずれて端面２ｂ
に内部電極層７の端面が露出するように配置された内部電極層７とが、交互に積層されて
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いる。端面２ａ側にずれた内部電極層７の端面が、第１の外部電極３と電気的且つ機械的
に接続され、端面２ｂ側にずれた内部電極層７の端面が、第２の外部電極４と電気的且つ
機械的に接続されている。
【００３３】
　複数の内部電極層７のうち最も第１の側面２ｃ側に位置する内部電極層７と第１の側面
２ｃとの間の寸法は、３００μｍ程度である。複数の内部電極層７のうち最も第２の側面
２ｄ側に位置する内部電極層７と第２の側面２ｄとの間の寸法は、３００μｍ程度である
。
【００３４】
　複数の内部電極層７の第３の側面２ｅ側の端面が揃って配置され、その端面と第３の側
面２ｅとの間の寸法は、２００μｍ程度である。複数の内部電極層７の第４の側面２ｆ側
の端面が揃って配置され、その端面と第４の側面２ｆとの間の寸法は、２００μｍ程度で
ある。すなわち、チップ素体２において第１～第４の側面２ｃ～２ｆは、第１のセラミッ
クで構成されている。
【００３５】
　識別層５，６の厚さ寸法は、３０μｍ程度である。識別層５，６は、第１のセラミック
とは異なる第２のセラミックで形成されている。これにより、識別層５、６は、チップ素
体２の第１～第４の側面２ｃ～２ｆとは色が異なる。
【００３６】
　例えば、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ含まれる粒子の粒径が異
なる。第２のセラミックの材料となるセラミック粒子の平均粒径やＢＥＴ径を第１のセラ
ミックの材料となるセラミック粒子の平均粒径やＢＥＴ径より小さくし、焼結度合いをよ
り高めることにより、第１のセラミックより第２のセラミックの色を暗くする。この場合
、第２のセラミックにおいて焼結したセラミック粒子の平均粒径は、第２のセラミックに
おいて焼結したセラミック粒子の平均粒径より小さく、第２のセラミックの密度は第１の
セラミックの密度より高い。また、第２のセラミックの材料となるセラミック粒子の平均
粒径やＢＥＴ径を第１のセラミックの材料となるセラミック粒子の平均粒径やＢＥＴ径よ
り大きくし、第１のセラミックより第２のセラミックの色を明るくしてもよい。
【００３７】
　また、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ含まれる添加物が異なるよ
うに構成されていてもよい。例えば、第１と第２のセラミックのいずれか一方に、他方に
含まれていない添加物であって、バンドギャップ中のエネルギー準位を変化させて色を異
ならせる添加物や、焼結の度合いが異なることにより色が異なる添加物等を加えてもよい
。
【００３８】
　また、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ含まれる材料の組成比が異
なるように構成されていてもよい。例えば、第１と第２のセラミックのいずれか一方に、
色を異ならせる添加物や焼結の度合いが異なる添加物を他方より多く加えてもよい。
【００３９】
　セラミック電子部品Ｃ１において、複数の内部電極層７は、チップ素体１の内部に配置
された導体である。複数の内部電極層７は、チップ素体１の中心を通り端面２ａ、第１の
側面２ｃ、及び第２の側面２ｅに平行な３つの面に対してそれぞれ対称に配置されている
。この導体の配置方向は、内部電極層７の積層方向により示すことができる。本実施形態
では、内部電極層７の積層方向は、識別層５，６に垂直な方向である。
【００４０】
　以上説明した本実施形態に係るセラミック電子部品Ｃ１では、チップ素体２は第１のセ
ラミックで形成され、第１の側面２ｃと第２の側面２ｄとには第１のセラミックとは異な
る第２のセラミックにより形成された識別層５，６がそれぞれ設けられている。この第２
のセラミックで形成された識別層５，６は、第１のセラミックで形成されたチップ素体２
の第１～第４の側面２ｃ～２ｆとは色が異なる。この識別層５，６は、複数の内部電極層
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７の積層方向と垂直な第１及び第２の側面２ｃ，２ｄに設けられているので、識別層５，
６により内部電極層７の積層方向を判別することができる。すなわち、チップ素体２の内
部に設けられた導体の配置方向を判別することができる。
【００４１】
　また、識別層５，６は、第１及び第２の側面２ｃ，２ｄの全面を覆うように形成されて
いるので、識別層５，６と第３及び第４の側面２ｅ，２ｆの色の違いが確認しやすい。
【００４２】
　また、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ含まれる主成分の粒子の粒
径が異なる。これにより、容易に、第１のセラミックとは色の異なる第２のセラミックの
識別層５，６をチップ素体１の側面に設けることができる。また、第１と第２のセラミッ
クは、成分及びその組成比が同じなので、チップ素体２の第１及び第２の側面２ｃ，２ｄ
と識別層５，６との間の剥離を抑制することができる。
【００４３】
　また、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ含まれる添加物が異なるよ
うに構成されていてもよい。また、第１のセラミックと第２のセラミックとは、それぞれ
含まれる材料の組成比が異なるように構成されていてもよい。これにより、上記の場合と
同様に、容易に、第１のセラミックとは色の異なる第２のセラミックの識別層５，６をチ
ップ素体１の側面に設けることができる。また、第１と第２のセラミックは、主成分が同
じなので、チップ素体２の第１及び第２の側面２ｃ，２ｄと識別層５，６との間の剥離を
抑制することができる。また、第１のセラミックと第２のセラミックとは、材料の一部が
異なるか、又は、一部の添加量が異なることにより、色が異なる。よって、容易に識別層
５，６を形成できる。
【００４４】
　引き続いて、本実施形態に係るセラミック電子部品Ｃ１の製造方法及び梱包方法につい
て説明する。図３は、本実施形態に係るセラミック電子部品の製造方法及び梱包方法の手
順を示すフロー図である。本実施形態に係るセラミック電子部品の製造方法は、積層体形
成工程Ｓ１、識別層形成工程Ｓ２、切断工程Ｓ３、焼成工程Ｓ４、及び外部電極形成工程
Ｓ５を含む。この工程Ｓ１～Ｓ５により上述したセラミック電子部品Ｃ１が複数形成され
る（準備工程）。各工程について説明する。
【００４５】
　積層体形成工程Ｓ１では、図４に示すように、複数の第１のセラミックグリーン層２１
が積層され、内部に複数の電極パターン１７が設けられた積層体を形成する。まず、ＰＥ
Ｔフィルム上に第１のセラミックグリーン層２１を形成する。第１のセラミックグリーン
層２１は、第１のセラミックとなるグリーン層である。第１のセラミックグリーン層２１
は、主成分に添加物を加え、バインダ樹脂（例えば有機バインダ樹脂等）、溶剤、可塑剤
等を更に加えて混合分散することにより得られたセラミックスラリーをＰＥＴフィルム上
に塗布後、乾燥することによって形成される。例えば、第１のセラミックグリーン層２１
の主成分はBaTiO3であり、添加物はMgO、Y2O3、MnO、V2O5、BaSiO3、及びCaSiO3等である
。
【００４６】
　次に、第１のセラミックグリーン層２１の上面に複数の電極パターン１７を形成する。
電極パターン１７は、第１のセラミックグリーン層２１の上面に電極ペーストを印刷後、
乾燥することにより形成される。電極ペーストは、例えばＮｉ、Ａｇ、Ｐｄなどの金属粉
末にバインダ樹脂や溶剤等を混合したペースト状の組成物である。印刷手段として、例え
ばスクリーン印刷などを用いる。
【００４７】
　この電極パターン１７が形成された第１のセラミックグリーン層２１を複数積層する。
電極パターン１７が形成された複数の第１のセラミックグリーン層２１を挟んで、電極パ
ターン１７が形成されていない複数の第１のセラミックグリーン層２１を上下それぞれに
積層する。これにより、積層体が形成される。
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【００４８】
　続いて、識別層形成工程Ｓ２において、識別層５，６となる第２のセラミックグリーン
層１５，１６を形成する。第２のセラミックグリーン層１５，１６は、積層体の積層方向
に互いに対向する面１２ｃ，１２ｄにそれぞれ形成される。
【００４９】
　第２のセラミックグリーン層１５，１６は、第２のセラミックとなるグリーン層である
。第２のセラミックグリーン層１５，１６は、BaTiO3を主成分とし、MgO、Y2O3、MnO、V2
O5、及びBaSiO3又はCaSiO3等の添加物を加えて、更に、バインダ樹脂（例えば有機バイン
ダ樹脂等）、溶剤、可塑剤等を加えて混合分散することにより得たセラミックスラリーを
面１５，１６上に塗布後、乾燥することによって形成される。なお、セラミックスラリー
をＰＥＴフェイルム上に塗布後、乾燥させて、シート状にしたものを、積層体に積層して
もよい。
【００５０】
　ただし、第２のセラミックグリーン層１５，１６は、第１のセラミックグリーン層２１
とは異なるセラミックグリーン層である。第２のセラミックグリーン層１５，１６は、焼
成後の色が、第１のセラミックグリーン層２１の焼成後の色と異なる。色を異ならせるた
めに、例えば、第１のセラミックグリーン層２１と第２のセラミックグリーン層１５，１
６とは、それぞれ含まれる粒子の粒径を異ならせる。また、第１のセラミックグリーン層
２１と第２のセラミックグリーン層１５，１６とを、それぞれ含まれる添加物が異なるよ
うに構成してもよい。また、第１のセラミックグリーン層２１と第２のセラミックグリー
ン層１５，１６とを、それぞれ含まれる材料の組成比が異なるように構成してもよい。
【００５１】
　次に、切断工程Ｓ３において、第２のセラミックグリーン層１５，１６が形成された積
層体１０を切断して、図５に示すように、積層体チップ１１を形成する。積層体チップ１
１は、互いに対向する２つの端面１２ａ，１２ｂと、２つの端面１２ａ，１２ｂに垂直で
互いに対向する第１の側面１２ｃ及び第２の側面１２ｄと、２つの端面１２ａ，１２ｂ及
び第１並びに第２の側面１２ｃ，１２ｄと垂直で互いに対向する第３の側面１２ｅと第４
の側面１２ｆとを有する。
【００５２】
　２つの端面１２ａ，１２ｂには、電極パターンの端部が露出している。また、第１の側
面１２ｃと第２の側面１２ｄとは、識別層形成工程Ｓ２により形成された第２のセラミッ
クグリーン層１５，１６で構成されている。
【００５３】
　次に、焼成工程Ｓ４において、第１のセラミックグリーン層２１及び第２のセラミック
グリーン層１５，１６に含まれるバインダを除去し、焼成する。焼成により、積層体チッ
プ１１の第１のセラミックグリーン層２１は、第１のセラミックとなり、第２のセラミッ
クグリーン層１５，１６は、第２のセラミックで形成された識別層５，６となり、内部電
極パターン１７は、内部電極層７となる。
【００５４】
　すなわち、焼成により、識別層５，６が設けられたチップ素体２が形成される。チップ
素体２の第１～第４の側面２ｃ～２ｄは、識別層５，６とは色が異なる。例えば、第１の
セラミックは第２のセラミックのセラミック粒子のＢＥＴ径をいずれか一方を他方より大
きく又は小さくする。セラミック粒子が小さい方が、大きい方よりも低温で焼結が進むの
で、色を暗くすることができる。
【００５５】
　また、例えば、第１のセラミックは第２のセラミックの材料のいずれか一方のセラミッ
クにSiO2化合物若しくはTiO2を添加することにより、他方のセラミックより一方のセラミ
ックを暗くすることができる。又は、一方のセラミックにSiO2化合物若しくはTiO2を多く
添加することにより、他方のセラミックより一方のセラミックを暗くすることができる。
すなわち、SiO2化合物、TiO2等の添加物により、セラミックが焼け易くなる為に、より焼
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成が進み、明度Ｌが低下する。
【００５６】
　また、例えば、第１のセラミック又は第２のセラミックの材料のいずれか一方のセラミ
ックにBaO、MgO、若しくはRe2O3（希土類酸化物）を添加することにより、他方のセラミ
ックより一方のセラミックを明るくすることができる。又は、一方のセラミックにBaO、M
gO、若しくはRE2O3（希土類酸化物）を多く添加することにより、他方のセラミックより
一方のセラミックを明るくすることができる。すなわち、BaO、MgO、Re2O3等の添加物に
より、セラミックが焼けにくくなる為に、より明るくなり、明度Ｌがあがる。
【００５７】
　また、例えば、第１のセラミック又は第２のセラミックの材料のいずれか一方のセラミ
ックにV2O5を添加することにより、他方のセラミックより一方のセラミックを暗くするこ
とができる。又は、一方のセラミックにV2O5を多く添加することにより、他方のセラミッ
クより一方のセラミックを暗くすることができる。これは、Ｖを添加することでBaTiO3の
バンド構造が変化することに起因するものである。
【００５８】
　次に、外部電極形成工程Ｓ５において、チップ素体２の両端面２ａ，２ｂに、第１の外
部電極３と第２の外部電極４とがそれぞれ形成される。これにより、内部電極層７が第１
の外部電極３又は第２の外部電極４に電気的に接続される。以上説明した各工程によって
、複数のセラミック電子部品Ｃ１が完成する。
【００５９】
　引き続いて、本実施形態に係るセラミック電子部品の梱包方法について説明する。本実
施形態に係るセラミック電子部品の梱包方法は、準備工程、判別工程Ｓ６、及び梱包工程
Ｓ７を含む。まず、準備工程として、上述した工程Ｓ１～Ｓ５を実施し、複数のセラミッ
ク電子部品Ｃ１を準備する。
【００６０】
　次に、判別工程Ｓ６において、第３又は第４の側面２ｅ，２ｆと識別層５，６との色の
違いに基づいて、セラミック電子部品Ｃ１における内部電極層７の積層方向を判別する。
セラミック電子部品Ｃ１における外部電極３，４が形成された端面を除く側面のうち、隣
り合う２つの側面の色を、測色機器を用いて測定する。その明度Ｌの差に基づいて、測定
した側面が識別層５，６か第３又は第４の側面２ｅ，２ｆか識別する。
【００６１】
　例えば、測色機器として、分光色差計を用いることができる。この分光色差計によりＬ
＊ａ＊ｂ＊表色系（JIS　Z8729）の明度Ｌを測定する。その明度Ｌの差に基づいて、測定
した側面が識別層５，６か第３又は第４の側面２ｅ，２ｆか識別する。測定した側面が識
別層５，６であれば、測定した面は内部電極層の積層方向と垂直な面である。測定した側
面が第３又は第４の側面２ｅ，２ｆであれば、測定した面は、内部電極層の積層方向と平
行な面である。
【００６２】
　次に、梱包工程Ｓ７において、判別した内部電極層の積層方向が同じ向きを向くように
、図６に示すように、複数のセラミック電子部品Ｃ１を配置して梱包する。梱包材は、梱
包材３１及び梱包材３２からなる。梱包材３１には、断面が四角形状の凹部３１ａが２次
元に配列して複数形成されている。この凹部３１にそれぞれセラミック電子部品Ｃ１が収
容される。
【００６３】
　セラミック電子部品Ｃ１は、識別層５，６が凹部３１の深さ方向に対して垂直となるよ
うに、凹部３１に収容される。すなわち、セラミック電子部品Ｃ１は、その内部電極層７
の積層方向が凹部３１の深さ方向と平行となるように、凹部３１に収容される。その後、
梱包材３２により、凹部３１ａの開口部が覆われて、梱包が完了する。
【００６４】
　以上説明した本実施形態に係るセラミック電子部品の製造方法では、識別層形成工程Ｓ
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１において、チップ素体１の母体となる積層体の互いに対向する面１２ｃ，１２ｄに識別
層５，６となる第２のセラミックグリーン層１５，１６をそれぞれ形成し、その後、切断
してチップ状にし、焼成する。これにより、容易に、第１の側面２ｃと第２の側面２ｄと
に第２のセラミックにより形成された識別層５，６が設けられたチップ素体２を形成する
ことができる。この第２のセラミックで形成された識別層５，６は、第１のセラミックで
形成されたチップ素体２の第３及び第４の側面２ｅ，２ｆとは色が異なる。そして、識別
層５，６は、内部電極層７の積層方向に垂直である。従って、識別層５，６により内部電
極層７の積層方向を簡易に判別することができる。
【００６５】
　本実施形態に係るセラミック電子部品の梱包方法では、まずセラミック電子部品Ｃ１を
準備する。内部電極層７の積層方向と垂直な側面に識別層５，７が設けられているので、
判別工程Ｓ６において、識別層５，６により内部電極層６の積層方向を判別することがで
きる。続いて、梱包工程Ｓ７において、内部電極層７の積層方向が同じ向きを向くように
、複数のセラミック電子部品Ｃ１を配置して梱包することができる。
【００６６】
　これにより、実装時に、内部電極層７の積層方向を揃えて基板に実装することができる
ので、セラミック電子部品Ｃ１及び基板上の電子部品における電気的特性のばらつきを抑
制することができる。
【００６７】
　また、本実施形態に係るセラミック電子部品の梱包方法では、判別工程Ｓ６において、
第３又は４の側面２ｅ，２ｆと識別層５，６との色の違いは、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系の明度
Ｌの差を測定することにより判別する。これにより、精度よく色の違いを判別することが
できるので、精度よく内部電極層の積層方向を判別することができる。
【００６８】
　また、焼成後に第１のセラミックと第２のセラミックとなる第１のセラミックグリーン
層と第２のセラミックグリーン層とは、それぞれ含まれる主成分の粒子のＢＥＴ径が異な
る。これにより、容易に、第１のセラミックとは色の異なる第２のセラミックの識別層５
，６をチップ素体１の側面に設けることができる。また、第１と第２のセラミックは、成
分及びその組成比が同じなので、チップ素体２の第１及び第２の側面２ｃ，２ｄと識別層
５，６との間の剥離を抑制することができる。
【００６９】
　また、第１のセラミックと第２のセラミックとなる第１のセラミックグリーン層と第２
のセラミックグリーン層とは、それぞれ含まれる添加物が異なるように構成されていても
よい。また、第１のセラミックと第２のセラミックとなる第１のセラミックグリーン層と
第２のセラミックグリーン層とは、それぞれ含まれる材料の組成比が異なるように構成さ
れていてもよい。これにより、上記の場合と同様に、容易に、第１のセラミックとは色の
異なる第２のセラミックの識別層５，６をチップ素体１の側面に設けることができる。ま
た、第１と第２のセラミックは、主成分が同じなので、チップ素体２の第１及び第２の側
面２ｃ，２ｄと識別層５，６との間の剥離を抑制することができる。
【００７０】
　また、一般的に、セラミック電子部品のチップ素体は、内部電極層の積層方向と垂直な
第１及び第２の側面が凸状になり、積層方向と平行な第３及び第４の側面が凹状になる。
よって、第１又は第２の側面を実装基板側にして実装した場合と、第３又は第４の側面を
実装基板側にして実装した場合とでは、セラミック電子部品の設置状態が異なる。実装基
板側の側面が第１又は第２の側面の場合と第３又は第４の側面となる場合とが混在すると
、設置精度がばらつくことになり、問題である。
【００７１】
　それに対して、本実施形態に係るセラミック電子部品の梱包方法によれば、内部電極層
７の積層方向が揃って梱包される。これにより、梱包材から取り出したセラミック電子部
品Ｃ１について、内部電極層７の積層方向を変えずに実装することにより、セラミック電
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子部品Ｃ１の設置精度のばらつきを抑制することができる。
【００７２】
　また、梱包材からセラミック電子部品Ｃ１を取り出すときには、負圧を利用してセラミ
ック電子部品Ｃ１を吸着して取り出す。この際に、梱包材の開口部側の側面を吸着して取
り出すので、その側面が凸状である方が凹状である場合より吸着し易い。本実施形態のセ
ラミック電子部品の梱包方法では、梱包材の開口部側には、第１又は第２の側面２ｃ，２
ｄが位置しているので、凸状の第１又は第２の側面２ｃ，２ｄを吸着することとなる。よ
って、容易に吸着搬送を行うことができる。
【００７３】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば
、上記本実施形態に係るセラミック電子部品Ｃ１は、チップコンデンサとしたが、これに
限られず、積層型の圧電体、バリスタ、インダクタ等でもよい。また、上記実施形態に係
るセラミック電子部品Ｃ１は、複数の導体（内部電極層７）が積層されていることとした
が、導体は１つでもよい。
【００７４】
　また、例えば、上記本実施形態に係るセラミック電子部品Ｃ１は、識別層５，６をチッ
プ素体２の第１の側面２ｃ及び第２の側面２ｄにそれぞれ設けることとしたが、これに限
らない。第１の側面２ｃと第２の側面２ｄとのいずれか一方に設けてもよい。また、チッ
プ素体２において積層方向と平行で互いに対向する側面に、識別層５，６を設けてもよい
。また、識別層は、第１～第４の側面のいずれか一部に設けられていてもよい。
【００７５】
　（実施例）
　引き続いて、実施例について説明する。上述した本実施形態に係るセラミック電子部品
の製造方法により製造したセラミック電子部品を実施例１～１２とし、上述した本実施形
態に係るセラミック電子部品の製造方法において識別層形成工程を省き、識別層のないセ
ラミック電子部品を比較例１とする。
【００７６】
　図７には、比較例１及び実施例１～１２のセラミックグリーン層を構成する材料と、分
光色差計による測定結果をＬ＊ａ＊ｂ＊表色系により示す。用いた分光色差計は、日本電
色工業株式会社製の微小面分光色差計VSS　400である。
【００７７】
　図７において、比較例１については、第１のセラミックグリーン層の材料を示す。図７
において実施例１～１２については、第２のセラミックグリーン層の材料、すなわち、識
別層の材料を示す。実施例１～１２の第３及び第４の側面を構成する第１のセラミックグ
リーン層の材料は、比較例１の第１のセラミックの材料と同じである。
【００７８】
　比較例１においては、識別層の明度Ｌ８０．９と第３又は第４の側面の明度Ｌ８０．２
との差は、０．７であった。これは、誤差程度の差であり、明度に基づいて識別層の判別
はできなかった。
【００７９】
　実施例１は、比較例１よりBaTiO3のＢＥＴを大きくし、実施例２は、比較例１よりBaTi
O3のＢＥＴを小さくした。実施例１においては、識別層の明度Ｌ７５．３と第３又は第４
の側面の明度Ｌ８０．９との差は、－５．６であった。この場合、明度に基づく識別層の
判別ができた。実施例２においては、識別層の明度Ｌ８８．９と第３又は第４の側面の明
度Ｌ８０．７との差は、８．２であった。この場合、明度に基づく識別層の判別ができた
。
【００８０】
　実施例３は、比較例１よりBaTiO3のＢサイト原子に対するＡサイト原子のモル比率を小
さくし、実施例４は、比較例１よりBaTiO3のＢサイト原子に対するＡサイト原子のモル比
率を大きくした。実施例３においては、識別層の明度Ｌ７３．７と第３又は第４の側面の
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明度Ｌ８０．６との差は、－６．９であった。この場合、明度に基づく識別層の判別がで
きた。実施例４においては、識別層の明度Ｌ８９．０と第３又は第４の側面の明度Ｌ８０
．４との差は、８．７であった。この場合、明度に基づく識別層の判別ができた。
【００８１】
　実施例５は、比較例１よりMgOの添加量を多くし、実施例６は、比較例１よりMgOの添加
量を少なくした。実施例６においては、識別層の明度Ｌ７３．２と第３又は第４の側面の
明度Ｌ８１．２との差は、－８．０であった。この場合、明度に基づく識別層の判別がで
きた。実施例６においては、識別層の明度Ｌ８９．０と第３又は第４の側面の明度Ｌ８０
．２との差は、８．８であった。この場合、明度に基づく識別層の判別ができた。
【００８２】
　実施例７は、比較例１よりY2O3の添加量を多くし、実施例８は、比較例１よりY2O3の添
加量を少なくした。実施例７においては、識別層の明度Ｌ７１．９と第３又は第４の側面
の明度Ｌ８０．３との差は、－８．３であった。この場合、明度に基づく識別層の判別が
できた。実施例８においては、識別層の明度Ｌ８７．９と第３又は第４の側面の明度Ｌ８
０．７との差は、７．２であった。この場合、明度に基づく識別層の判別ができた。
【００８３】
　実施例９は、比較例１よりV2O5の添加量を多くし、実施例１０は、比較例１よりV2O5の
添加量を少なくした。実施例９においては、識別層の明度Ｌ６５．３と第３又は第４の側
面の明度Ｌ８０．６との差は、－１５．３であった。この場合、明度に基づく識別層の判
別ができた。実施例１０においては、識別層の明度Ｌ９０．３と第３又は第４の側面の明
度Ｌ８０．６との差は、９．７であった。この場合、明度に基づく識別層の判別ができた
。
【００８４】
　実施例１１は、比較例１より(Ba,Ca)SiO3の添加量を多くし、実施例１２は、比較例１
より(Ba,Ca)SiO3の添加量を少なくした。実施例１１においては、識別層の明度Ｌ７３．
７と第３又は第４の側面の明度Ｌ８０．２との差は、－６．６であった。この場合、明度
に基づく識別層の判別ができた。実施例１２においては、識別層の明度Ｌ８９．０と第３
又は第４の側面の明度Ｌ８０．２との差は、８．８であった。この場合、明度に基づく識
別層の判別ができた。
【００８５】
　以上のように、識別層の明度と第３又は第４の側面の明度との差が、１以上あれば、比
較的正確に識別層の判別を行うことができる。
【符号の説明】
【００８６】
　Ｃ１…セラミック電子部品、２…チップ素体、２ａ，２ｂ…端面、２ｃ…第１の側面、
２ｄ…第２の側面、２ｅ…第３の側面、２ｆ…第４の側面、３…第１の外部電極、４…第
２の外部電極、５，６…識別層、７…内部電極層（導体）、１１…積層体チップ、１５，
１６…第２のセラミックグリーン層、１７…電極パターン、２１…第１のセラミックグリ
ーン層。
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